矽單晶的結晶方向對其破裂型態影響之探討 
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硬脆性材料如矽單晶、玻璃及陶瓷等材料因具有高硬度、高脆性的特點，加工不 易且在加工過程中容易產生裂縫，造成加工困難度之增加。其中矽單晶因其結構 為非等方性結晶排列，所以在加工過程中，材料容易沿著幾個特定的結晶方向造 成不同程度的劈裂現象。本研究即針對（111）矽晶圓做不同荷重下之鑽石壓痕 試驗及鑽石刮痕試驗，並藉由SEM來觀察壓痕或刮痕溝槽附近之裂縫成長情形， 以探討晶向及切削負荷對於裂縫成長之影響。

